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SX-SDMAX-2530S
SX-SDMAX-2530C
SX-SDMAX-M2

NXP IW611

LAN SDIO3.0
Bluetooth® UART

2.4GHz、5GHz

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (1x1)

Bluetooth® Bluetooth® v5.3 ( BR/EDR/LE

温度条件：-40 ～ 90℃
湿度条件：10 ～ 95％RH ( )

SX-SDMAX-2530S ：17.0×18.0×2.65mm 
SX-SDMAX-2530C ：24.0×24.0×4.45mm 
SX-SDMAX-M2 ：22.0×30.0×4.45mm

SX-SDMAX-2530S ：1.7g
SX-SDMAX-2530C ：3.3g
SX-SDMAX-M2 ：3.3g

SX-SDMAX-2530S ：44pins Direct Solder Pads
SX-SDMAX-2530C ：40 pins board to board 
  connector
SX-SDMAX-M2 ：M.2 Card type 2230-S3-E

温度条件：-40 ～ 85℃
湿度条件：15 ～ 95％RH ( )

MHF 1

※1( )

LAN ：
 - 2.4GHz：200mA
 - 5GHz　：240mA
Bluetooth® ：20mA

LAN ：
 - 2.4GHz：190mA
 - 5GHz　：260mA
Bluetooth® ：150mA
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B to B
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● 

SX-SDMAX-M2
 - ：3.3V

SX-SDMAX-2530C
 - ：3.3V
 - IO/SDIO ：3.3V 1.8V

SX-SDMAX-2530S
 - ：3.3V、 1.8V
 - IO/SDIO ：3.3V 1.8V
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・ NXP 15
・

 Linux
    - Station, AP
    - WPA™/WPA2™/WPA3™ 
    - IEEE 802.1X TLS,TTLS,PEAP,LEAP,FAST
    - IEEE 802.11k/v/r
    - WPS2.0
    - Wi-Fi Direct®

 SX-SDMAX Linux 

 

・ NXP i.MX8M Evaluation Kit (MCIMX8M-EVKB) 

・ NXP i.MX8M Nano Evaluation Kit (8MNANOD4-EVK)
 NanoEVK Wi-Fi

・  - iw

・  - iperf

・ Station/AP  - wpa_supplicant, hostapd

・ DHCP – udhcpd, udhcpc


